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(57) Abstract: The invention relates to a method for surface treatment of a substrate (B), in particular as a preparatory step for a method
for bonding the substrate to a further substrate, comprising: — providing the substrate (B) having a bonding surface provided for the
bonding, — treating (100) the substrate (B) at least in a portion of the bonding surface to form an amorphous layer (C) having a first
thickness (D1), a primary particle radiation preferably being used for forming the amorphous layer (C), and — reducing (200) the layer
thickness of the amorphous layer (C), preferably to a second thickness (D2).

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Oberflichenbehandlung eines Substrats (B), insbesondere als Vorbereitungsschritt fiir ein
Verfahren zum Verbinden des Substrats mit einem weiteren Substrat, umfassend: - Bereitstellen des Substrats (B) mit einer fiir das
Verbinden vorgesehenen Bindungsflache, - Behandlung (100) des Substrats (B) zumindest in einem Teilbereich der Bindungsfléche

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]



WO 2024/193815 A1 | [} 1INV IDE 0000 0 0O T

CY, CZ,DE, DK, EE, ES, FL, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CL, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veroffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)
unter Ausbildung einer amorphen Schicht (C) mit einer ersten Dicke (D1), wobei zur Ausbildung der amorphen Schicht (C) vorzugs-
weise eine priméire Teilchenstrahlung verwendet wird, und - Schichtdickenreduktion (200) der amorphen Schicht (C), bevorzugt auf
eine zweite Dicke (D2).




